
数字式温湿度传感器 
HIH8000系列 • ±2.0 %RH（相对湿度）精度

数据手册



工业

HVAC/R 

可用于空调/空气流动系统、热焓传感器、恒温器、增湿器／除湿器和湿度调
节器，提供精确的相对湿度和温度测量值，以维持人体舒适或适合储藏的最佳
温湿度，同时还可实现低能耗，保证系统精度与质量，优化系统正常运行时
间，以及提高系统的整体性能。

空气压缩机

提供压缩空气管路中精确的相对湿度测量值，使系统排除冷凝；干燥的压缩空
气对于客户的工艺控制测量非常关键。

气象站

用于为地面与空中气象站提供精确的相对湿度与温度测量，实现对实际气象条
件的实时与高精确监测与报告。 

电信机柜

用于在电信机柜HVAC（暖通空调）系统中提供精确的相对湿度和温度测量，
在机柜中维持合适的温度和湿度水平，提供最高的系统正常运行时间和性能。

工业恒温箱/微环境 

用于提供最佳的温度与相对湿度水平，为关键的处理与试验提供支持，通过提
供所需的气候条件提高处理效率。

医疗
呼吸治疗设备

可用在睡眠呼吸机和人工呼吸机中提供精确的相对湿度和温度测量值，确保病

人能在一个温湿度适中、舒适安全的环境中得到有效的治疗。 

恒温箱/微环境

用来提供最佳的温度与相对湿度水平，为关键的处理与试验提供支持，通过提
供所需的气候条件提高处理功效。

潜在应用
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表1：环境参数

特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位

工作温度范围 上电 -40 [-40] – 125 [257] °C [°F]

工作湿度范围 上电 0 – 100 %RH

储存温度范围 未通电 -40 [-40] – 125 [257] °C [°F]

储存湿度范围 - 30 – 50 %RH

焊接温度：
手动焊接
自动焊接

4秒回流焊峰值温度
30秒回流焊峰值温度

–
–

–
–

350 [662]
260 [500]

°C [°F]

ESD（静电放电） MIL-STD 883H标准，方法3015.7 – – ±4 kV

闭锁抗扰度 - – – ±100 mA

冲击
MIL-STD 202G标准，方法213D，C类测试条件，半正
弦波，6 ms ±3互相垂直的轴，每轴施加3个冲击脉冲

– – 100 g

振动
MIL-STD 202G标准，方法204D，D类测试条

件，10Hz到2000Hz
– – 20 g

光敏感性 暴露在50流明黄光中，传感器输出无变化

可靠性（MTTF平均无故障时间） 9312507小时

表2：湿度性能参数

特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压范围 VDD 2.3 3.3 5.5 Vdc

经过补偿的湿度范围1 5 °C - 50 °C [41 °F - 122 °F] 20 – 80 %RH

经过补偿的温度范围1 – 5 [41] – 50 [122] °C [°F]

分辨率 14位ADC分辨率 – – 0.04 %RH

精度2 25 °C [77 °F] 温度下，湿度上升 – ±2.0 – %RH

响应时间 最小气流量为 20 l/min – 6 8 s

工作范围 无冷凝 0 – 100 %RH

长期稳定性 5年以内，50%相对湿度 – ±0.05 ±1.2 %RH

焊接影响
IPC/EIA/JEDEC J-STD-020D，

峰值温度为260 °C [500 °F]
– – ±2.5 %RH

备注： 
1 换算公式：

将湿度的14位ADC输出换算为%RH相对湿度值 将温度的14位ADC输出换算为°C温度值：

    湿度(%RH) =                     湿度的14位输出                           x 100
                        214 – 2

        温度 (C°) =                温度的14位输出           x 165 – 40
 214 – 2

2此处规定的是3.3 Vdc典型电源电压和25 °C [77 °F]温度下的精度。它指经过补偿的相对湿度范围内（10%RH到90%RH之间）的经公式计算
的测得的相对湿度的最大偏差。



表3：温度性能参数

特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压范围 V
DD 2.3 3.3 5.5 Vdc

经过补偿的温度范围 - VDD – 50 [122] °C [°F]

分辨率 14位ADC分辨率 – – 0.025 °C

精度（BFSL最佳拟合直线精
度）1

5 °C - 50 °C [41 °F - 122 °F] – ±0.8 – °C

响应时间 缓慢流动的空气中为1/e 5 – 30 s

长期稳定性 5年稳定在25 °C – – ±0.05 °C/yr

焊接影响
IPC/EIA/JEDEC J-STD-020D，峰值温度260 °C 

[500 °F]
– – ±0.1 °C

注释：
1 此处规定的是在整个经过补偿的温度范围内的精度值。

表4：电流消耗

特性 VDD 缩写符号 条件 典型值 最大值 单位

休眠电流 3.3 ISLEEP – 0.6 1 µA

休眠电流
     I2C
     SPI

3.3
3.3

IDD

IDD

14位最快更新速度，不休眠
14位最快更新速度，不休眠

0.65
0.75

1
1

mA
mA

表5：输入和输出参数

特性 缩写 条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压 VDD – 2.3 3.3 5.5 Vdc

低电平输出电压 VOL IOL = 2.8 mA （最小值） – – 20 % VDD

高电平输出电压 VOH IOH = -2.8 mA （最小值） 80 % – – VDD

低电平输入电压 VIL – – – 20 % VDD

高电平输入电压 VIH – 80 % – – VDD

上拉电阻
     I2C 
     SPI (仅限SS)

RP

RSS

–
–

–
–

2.2
10

–
–

kOhm
kOhm

表6：测量时序

特性 缩写 条件 最小值 典型值 最大值 单位

启动时间（从上电到数据就绪
之间的时间）

TSTA 14位TH和14位湿度分辨率 – 50 60 ms

更新速度 视具体应用而定：仅在应用提出请求时才会读取测量值
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图1：I2C时序图

SDA
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tHDSTA

tHDSTA

tHIGHtHDDAT tSUSTA tSUSTO

tBUStSUDAT

特性 缩写 最小值 典型值 最大值 单位

SCL时钟频率 FSCL 100 – 400 kHz

相对SCL边沿的启动状态保持时间 tHDSTA 0.1 – – µs

最短SCL低电平时间1 tLOW 0.6 – – µs

最短SCL高电平时间1 tHIGH 0.6 – – µs

相对SCL边沿之间的启动状态建立时间 tSUSTA 0.1 – – µs

相对SCL边沿之间的SDA数据保持时间 tHDDAT 0 – 0.5 µs

相对SCL边沿之间的SDA数据建立时间 tSUDAT 0.1 – – µs

SCL停止状态建立时间 tSUSTO 0.1 – – µs

停止和启动状态之间的总线空闲时间 tBUS 1 – – µs

注释：
1 SDA低电平和高电平时间之和必须等于或大于SCL的最小周期。

图2：SPI时序图

tBUS

tCLKD

SCLK

MISO

SS

tHIGH

tSUSS

HiZHiZ

tHDSS tLOW

tCLKD

特性 缩写 最小值 典型值 最大值 单位

SCLK时钟频率 fSCL 50 – 800 kHz

SS下降沿到第一个时钟边沿之间的时间 tHDSS 2.5 – – μs

最短SCLK低电平时间1 tLOW 0.6 – – μs

最短SCLK高电平时间1 tHIGH 0.6 – – μs

时钟边沿到数据转换之间的时间 tCLKD 0 – 0.5 μs

SS上升沿距最后一个时钟边沿之间的时间 tSUSS 0.1 – – μs

SS上升沿和下降沿之间的总线空闲时间 tBUS 2 – – µs

注释：
MISO低压电平和高压电平之和需等于或大于最小SCLK数值



图3：SoIC-8 SMD典型应用电路
I2C SPI

Digital Humidity/Temp. 
Sensor

VDD

VCORE

VSS

NC

SCL

SDA

AL_L

AL_H

VSUPPLY = 2.3 Vdc to 5.5 Vdc

GND

GND

12 V

0.1 µF 

0.22 µF 

2.2 
kOhm

8 3

4

5

6

1

2

7

LED

2.2 
kOhm Digital Humidity/Temp. 

Sensor

VDD

VCORE

VSS

NC

SS

SCLK

MISO

AL_LGND

0.1 µF 

0.22 µF 

10 
kOhm

8 3

4

6

5

1

2

7

LED

VSUPPLY = 2.3 Vdc to 5.5 Vdc

图4：SoIC-8 SMD安装尺寸、PCB焊盘布局和引脚（仅供参考：mm/[英寸]）
安装尺寸 焊盘布局
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[0.193]
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1,27
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6,0
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8X 0,61
     [0.024]

8X 2,03
     [0.08]

4X 4,9
     [0.193]

6X 1,27
     [0.05]

I2C型的引脚说明                 SPI型的引脚说明

引脚号 ASIC焊盘 说明 引脚号 ASIC焊盘 说明

1 VCORE 通过0.1 μF电容接地 1 VCORE 通过0.1 μF电容接地

2 VSS 电源地 2 VSS 电源地

3 SCL I2C 时钟 3 SS 从器件选择（输入）

4 SDA I2C 数据 4 SCLK 串行时钟

51 AL_H 高湿度报警输出 5 MISO 主器件输入从器件输出

61 AL_L 低湿度报警输出 61 AL_L 低湿度报警输出

7 NC 不连接 7 NC 不连接

8 VDD 电源电压，通过0.22μF电容接地 8 VDD 电源电压，通过0.22μF电容接地

1 如果不需要内置的报警功能，请勿连接引脚5和/或引脚6。 1 如果不需要内置的报警功能，请勿连接引脚6。

卷带包装
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[0.069] 0,29

[0.011]

13
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[0.68]
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[4.0]
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[0.315]

12.00
[0.472]

5,50
[0.216]

2,58
[0.102]
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图5：SIP 4针单列直插器件典型应用电路

Digital Humidity/Temp. 
Sensor

VDD

VSS

SCL

SDA

VSUPPLY = 2.3 Vdc to 5.5 Vdc

GND

0.22 µF 

2.2 
kOhm

1 3

42

2.2 
kOhm

图6：SIP 4针单列直插器件的安装尺寸、PCB焊盘布局和引脚（仅供参考：mm/[英寸]）
安装尺寸 焊盘布局

1 2 3 4

8,9
[0.35]

1,20
[0.047]

PCB
1,2 - 2,0

[0.05 - 0.08]

4,90
[0.193]

3,90
[0.153]

5,0
[0.197]

1,27
[0.050]

0.41
[0.016]

0,063
[0.0025]

0,203
[0.0080]

1,905
[0.075]

卷带包装1

4,00
[0.157]

1,50 
[0.059]

1,75
[0.069]

0,32
[0.013]

13
[0.51]

330
[13,0]

21,4
[0.84]

102
[4.0]

8,00
[0.315]

16,00
[0.630]

5,00
[0.197]

2,61
[0.103]

1适用于250至1000片的订单

引脚号 ASIC焊盘 说明

1 VDD 通过0.22 μF电容接地

2 VSS 电源地

3 SCL I2C 时钟

4 SDA I2C 数据

1,27
[0.050]

       1,05 DIA.
[0.040]

       0,65 DIA.
[0.025]


